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^ (57) Abstract: The invention relates to laminated chip cards and to a corresponding production method. According to the invention, 
^ the chip card is laminated using at least two layers (1, 2) made of paper or film that serve as supporting material, whereby one layer 
^ supports the semiconductor chip (6) and the second layer comprises terminal contacts (3) and conductor tracks or external terminal 
qq faces (4). The contacts of the semiconductor chip are connected in an electrically conductive manner (7) to the terminal contacts 
00 (3) of the second layer. No chip modules are required for producing the inventive chip cards. Supporting material in continuous 
l"*** roll format which is provided with integrated circuits and contacts can be laminated using the same techniques as those used in the 
production of paper. 

q (57) Zusammenfassung: Die Chipkarte ist aus mindestens zwei Schichten (1, 2) Papier oder Folie als Tragermaterial laminiert, 
wobei eine Schicht den Halbleiterchip (6) tragt und die zweite Schicht Anschlusskontakte (3) sowie Leiterbahnen oder externe An- 
Q schlussflachen (4) aufweisL Die Kontakte der Halbleiterchips sind elektrisch leitend (7) mit den Anschlusskontakten (3) der zweiten 
^ Schicht verbunden. Es sind keine Chipmodule zur Herstellung der Chipkarten erforderlich. Mit ICs und Kontakten versehenes Tra- 
^ germaterial im Endlosrollenformat kann wie bei der Papierherstellung laminiert werden. 
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Beschreibung 

Herstellungsverfahren fur laminierte Chipkarten 

5 Die vorliegende Erf indung betrifft ein besonders kostenguns- 
tiges Herstellungsverfahren fur eine aus Papier oder Folie 
laminierte Chipkarte. 

Chipkarten sind mittlerweile auch fur Anwendungen im Ge- 
10 brauch, die auf eine bestimmte Zeit begrenzt sind oder bei 
denen die Chipkarte nur wenige Male benutzt werden kann. Ein 
Beispiel dafur ist eine Telefonwertkarte, in deren Chip eine 
gewisse Anzahl von Telefoneinheiten zum Verbrauch gespeichert 
ist. Da die einzelne Chipkarte bei derartigen Anwendungen 
15 keinen eigenstandigen Nutzen bringt und nur einen Speicherin- 
halt geringen Wertes aufweist, darf aus Grunden der Wirt- 
schaftlichkeit die Chipkarte selbst nur einen geringen Anteil 
an dem ohnehin niedrig zu haltenden Kaufpreis ausmachen. Es 
wird daher nach Kartenmaterial, Kartenaufbau und Herstel- 
20 lungsmethoden gesucht, mit denen die Chipkarte moglichst ko- 
stengunstig hergestellt werden kann. 

In der W095/21423 sind aus Papier herstellbare Chipkarten be- 
schrieben, bei denen ein Chipkartenmodul in Papierschichten 

25 einlaminiert wird. Der Chipkartenmodul enthalt mindestens ei- 
nen Halbleiterchip mit einer integrierten Schaltung sowie de- 
ren elektrische Anschlusse nach der Chipkartennorm. Bei kon- 
taktlos arbeitenden Chipkarten sind in dem Chipkartenmodul 
als Antenne fungierende Leiterbahnen angebracht, die mit dem 

30 Halbleiterchip elektrisch leitend verbunden sind. Die Her- 
stellung des Laminates macht von den ublichen Techniken der 
Papierherstellung Gebrauch. Die verschiedenen Schichten wer- 
den zusammengeklebt und zusammengepresst ; Aussparungen im Pa- 
pier werden gestanzt oder gefrast, urn den Chipkartenmodul 

35 aufzunehmen. Der Chipkartenmodul, einschlieSlich der An- 

schlusskontakte und eines Tragerelementes fur den Halbleiter- 
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chip, wird unabhangig von dem Papierschichtlaminat herge- 
stellt. 

In der WO 97/18531 ist eine Chipkarte beschrieben, bei der 
5 eine Plastikschicht mit einem darin einlaminierten IC-Chip 
mit einer doppelseitig mit Leitern bedruckten isolierenden 
Schicht als Substrat so verbunden ist, dass die Anschlusse 
des IC-Chips mit den ihm zugewandten Leitern auf der isolie- 
renden Schicht elektrisch lei tend verbunden sind. 

10 

In der EP 0 706 152 A2 sind eine Chip-Karte und ein Herstel- 
lungsverf ahren beschrieben, bei dem der Chip ohne Herstellung 
eines Moduls in Flip-Chip-Technik auf Leitern, die auf einer 
Folie angebracht sind, montiert und ruckseitig in eine Kern- 
15 Folie sowie eine aufiere Folie einlaminiert ist. In der Folie 
sind Durchkontaktierungen zu externen Kontakten vorhanden. 

In der WO 97/27564 ist eine Chipkarte mit einlaminiertem 
Chipmodul beschrieben, die mittels beheizbarer Laminierwal- 
20 zenpaare hergestellt wird. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Herstellungs- 
verfahren anzugeben, mit dem die kostengunstige Herstellung 
von Chipkarten in groSer Stuckzahl moglich wird. 

25 

Diese Aufgabe wird mit dem Verfahren mit den Merkmalen des 
Anspruches 1 gelost. Ausgestaltungen ergeben sich aus den ab- 
hangigen Anspriichen. 

30 Die erf indungsgemafi hergestellte Chipkarte ist aus mindestens 
zwei Schichten eines dunnen Tragermaterials wie z. B. Papier 
oder Folie laminiert, wobei eine Schicht jeweils den fur eine 
Chipkarte vorgesehenen Halbleiterchip tragt vind die zweite 
Schicht Anschlusskontakte sowie Leiterbahnen oder externe An- 

35 schlussf lachen, die fur eine Signal- und Energieubertragung 
vorgesehen sind, aufweist. Die Halbleiterchips werden in der 
einen Schicht so angebracht, dass ihre Kontakte der anderen 
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Schicht zugewandt sind. Die Schichten werden so miteinander 
verbunden, dass die Kontakte der Halbleiterchips elektrisch 
leitend mit den Anschlusskontakten der anderen Schicht ver- 
bunden werden. Im Falle einer mit externen Anschlussflachen 
5 versehenen Chipkarte sind die fur eine Kontaktierung der 

Halbleiterchips vorgesehenen Anschlusskontakte und die exter- 
nen Anschlussflachen auf zwei einander gegeniiberliegenden 
Seiten einer Schicht angeordnet. Eine elektrisch leitende 
Verbindung dazwischen erfolgt durch Aussparungen oder Durch- 

10 bruche in dem Tragermaterial dieser Schicht. Die Chipkarten 
konnen so ohne Einsetzen eines Chipkartenmoduls hergestellt 
werden, wobei insbesondere die Tragermaterial ien als Streifen 
oder Bahnen von Rollen abgewickelt und einer im Prinzip von 
der Papierherstellung her bekannten Vorrichtung zur Herstel- 

15 lung von Laminaten zugefuhrt werden konnen. 
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Es folgt eine genauere Beschreibung von Beispielen des erf in- 
dungsgemaSen Herstellungsverf ahren anhand der Piguren 1 und 
2. 

Figur 1 zeigt schematisch eine Anordnung zur Herstellung ei- 
5 ner Chipkarte mit externen Anschlussf lachen. 

Figur 2 zeigt schematisch eine Anordnung zur Herstellung ei- 
ner kontaktlosen Chipkarte. 

In Figur 1 sind die fur die beiden mindestens vorhandenen 

10 Schichten vorgesehenen Tragermaterialien 1, 2 in einer seit- 
lichen Ansicht in einer Anordnung zur Herstellung der Chip- 
karten dargestellt. In dem ersten Tragermaterial 1, das fur 
die erste Schicht der Chipkarte vorgesehen ist, ist ein Halb- 
leiterchip 6 eingesetzt. Bei einem bevorzugten Herstellungs- 

15 verfahren wird aus einem Streifen oder einer Bahn des Trager- 
materials eine Vielzahl von Chipkarten hergestellt, die erst 
nach dem Verbinden der Tragermaterialien 1, 2 vereinzelt wer- 
den. Der Einfachheit halber ist in Figur 1 eine Anordnung mit 
nur einem Halbleiterchip 6 in dem ersten Tragermaterial 1 im 

20 Querschnitt gezeichnet. An diesen Halbleiterchip 6 sind nach 
links und rechts und gegebenenf alls auch in die Zeichenebene 
hinein angrenzend weitere Halbleiterchips zu denken, die je- 
weils fur weitere Chipkarten vorgesehen sind. Jeder Halblei- 
terchip 6 ist in dem ersten Tragermaterial 1 angeordnet, vor- 

25 zugsweise in eine Aussparung eingesetzt. Diese Aussparung 
kann das dunne Tragermaterial 1 vollstandig durchbrechen; 
oder es ist nur eine Ausnehmung vorhanden, die die ruckwarti- 
ge Oberseite 11 des ersten Tragermaterial s 1 unversehrt 
lasst. Es konnen auf dieser ruckwartigen Oberseite 11 auch 

30 weitere Schichten zur Abdeckung des Halbleiterchips von der 
Ruckseite her aufgebracht sein oder in einem abschlieSenden 
Herstellungsschritt aufgebracht werden. 

Anschlusskontakte 3, mit denen die Kontakte des Halbleiter- 
35 chips 6 bei der Herstellung des Laminates uber elektrisch 
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leitende Verbindungen 7 (z. B. sogenannte Bumps aus einem 
Weichlot wie z. B. NiAu) verbunden werden, sind in oder an 
der dem Halbleiterchip 6 zugewandten Seite des zweiten Tra- 
germaterials 2 angebracht. Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der 
5 Figur 1 befinden sich Anschlussflachen 4, die fur externe 
Kontaktierung der Chipkarte z. B. mit den Anschlusskontakten 
eines Terminals vorgesehen sind/ auf der von dem Halbleiter- 
chip 6 abgewandten aufieren Oberseite 11 des zweiten Tragerma- 
terials 2. Fur eine elektrisch leitende Verbindung 5 befindet 

10 sich elektrisch leitfahiges Material in Durchbruchen, die in 
dem zweiten Tragermaterial 2 vor dem Aufbringen der fur die 
Anschlusskontakte und die Anschlussflachen 4 vorgesehenen 
elektrisch leitfahigen Materialien hergestellt werden. Nach 
dem Vereinzeln der Chipkarten bildet das erste Tragermaterial 

15 1 eine erste Schicht mit den darin angebrachten Halbleiter- 
chips 6 und das zweite Tragermaterial 2 die zweite Schicht 2 
mit den fur elektrische Anschlusse vorgesehenen Anschlusskon- 
takten 3, den in den Durchbruchen vorgesehenen elektrisch 
leitenden Verbindungen 5 und den extemen Anschlussflachen 4. 

20 

Die Tragermaterialien 1, 2 werden in der in Figur 1 darge- 
stellten Anordnung von Rollen 12 abgewickelt, wie das auch 
bei der Papier- und Pappenherstellung mit sogenannten Endlos- 
rollenformaten geschieht. Der Weitertransport der miteinander 

25 verbundenen Tragermaterialien ist in Figur 1 mit eingezeich- 
neten Walzen 13 angedeutet, die das aus den Schichten beste- 
hende Laminat beim Transport zusammenpressen und die vorzugs- 
weise an verschiedenen Stellen langs der Bahn des Tragermate- 
rials in der Vorrichtung angeordnet sind. Diese Walzen konnen 

30 mit Heizeinrichtungen versehen sein f die das Tragermaterial 
so erwarmen, dass eine zwischen den Tragermaterialien ange- 
brachte Haftschicht, z. B. eine Kleberschicht, eine bessere 
Haftung erreicht. Auch fur die Herstellung der elektrisch 
leitenden Verbindungen 7 zwischen den Kontakten des Halblei- 

35 terchips 6 und den Anschlusskontakten 3 kann eine Erwarmung 
uber ein von auSen angepresstes Heizteil, auch hier vorzugs- 
weise eine mitrollende Heizwalze, erfolgen. 
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Die erf indungsgemaB hergestellte Chipkarte setzt sich daher 
aus mindestens zwei Schichten zusammen, wobei allerdings Ab- 
wandlungen mit einer groSeren Anzahl von Schichten im Rahmen 
5 der Erfindung liegen. Wesentlich ist dabei, dass der Halblei- 
terchip direkt als IOChip in eine Schicht integriert wird. 
Die elektrischen Leiter fur den Anschluss sind in oder an ei- 
ner weiteren Schicht angebracht. Als Tragermaterial ist ins- 
besondere Papier Oder Folie im Endlosrollenformat geeignet. 

10 Die auf der zweiten Schicht vorgesehenen Anschlusskontakte 
und/oder Anschlussf lachen konnen vorzugsweise in einem End- 
los-Siebdruckverfahren hergestellt werden, mit dem beispiels- 
weise eine elektrisch leitfahige Paste in einer dunnen 
Schicht aufgebracht und dabei strukturiert wird. Der An- 

15 schluss der Kontakte des IC an die Anschlusskontakte der 

zweiten Schicht erfolgt ahnlich wie bei dem an sich bekannten 
Verfahren der Flip -Chip -Mont age von Halbleiterchips. 

Zur Verbesserung der mit den Kontaktf lecken oder Weichlot- 

20 klumpchen (bumps) hergestellten elektrisch leitenden Verbin- 
dungen 7 kann zwischen dem Halbleiterchip 6 und der durch das 
zweite Tragermaterial 2 gebildeten zweiten Schicht eine Full- 
masse 8 (underfill) vorhanden sein, die vorzugsweise aus ei- 
nem anisotrop elektrisch leitenden Material gebildet wird. 

25 Das Material wird so ausgerichtet, dass die groSte Leitfahig- 
keit in Richtung der vorgesehenen leitenden Verbindungen 7 
vorhanden ist, wahrend die Leitf ahigkeit quer zu dieser Rich- 
tung, also in der Ebene der Verbindung der Tragermaterialien 
1# 2, moglichst gering ist # urn Kurzschlusse zwischen den ver- 

30 schiedenen Kontakten zu vermeiden. Auch isotrop leitende oder 
isolierende Fullmassen 8 konnen verwendet werden, wobei es 
von Vorteil ist, wenn diese Fullmassen nach dem Aufbringen 
und nach dem Verbinden der Tragermaterialien 1, 2 zumindest 
eine geringfiigige Schrumpfung erleiden, so dass die elek- 

35 trisch leitenden Verbindungen 7 an die Kontakte des Halblei- 
terchips 6 und die Anschlusskontakte 3 der zweiten Schicht 2 
angedruckt werden und auf diese Weise eine ausreichend star- 
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ke, kraftschlussige elektrisch leitende Verbindung 7 erzielt 
wird. 

In einer zu diesem Ausfuhrungsbeispiel analogen Weise kann 
5 eine kontaktlose Chipkarte erf indungsgemaS hergestellt wer- 
den. Dann wird anstelle der auf dem zweiten Tragermaterial 2 
aufgebrachten Anschlussf lachen 4 auf der mit den Anschluss- 
kontakten 3 versehenen inneren Oberf lache eine Leiterbahn 10 
(siehe Figur 2) aufgebracht und strukturiert . Eine solche 

10 Leiterbahn 10 kann spiralig als Spule ausgebildet sein, die 
als Antenne fur eine Signalubermittlung und eine Energieuber- 
mittlung vorgesehen ist. Die ubrigen Kotnponenten und das Her- 
stellungsverf ahren dieser Chipkarte gemaS Figur 2 entsprechen 
der zuvor anhand von Figur 1 dargestellten Chipkarten. Das 

15 zweite Tragermaterial 2 wird vorzugsweise nur auf der dem 

Halbleiterchip 6 zugewandten Seite mit einer elektrisch lei- 
tenden Strukturierung versehen. Das Laminat kann wie bei dem 
zuvor beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel aus mehr als zwei 
Schichten bestehen. Grundsatzlich lassen sich aber auch die 

20 Ausgestaltungen gemaS den Figuren 1 und 2 miteinander kombi- 
nieren, falls z.B. eine Chipkarte gewunscht wird, die sowohl 
fur externen elektrischen Anschluss als auch fur kontaktlose 
Anwendung geeignet ist. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte, bei dem 

in einem ersten Schritt ein erstes Tragermaterial (1) mit 
5 mindestens einem fur eine jeweilige Chipkarte vorgesehenen 
Halbleiterchip (6) versehen wird, der eine integrierte Schal- 
tung enthalt und mindestens einen Kontakt aufweist, und 
ein zweites Tragermaterial (2) mit mindestens einem fftr eine 
jeweilige Chipkarte vorgesehenen Anschlusskontakt (3) verse- 
10 hen wird, wobei 

als Tragermaterialien Streifen oder Bahnen aus Papier oder 
Folie verwendet werden, die fur eine Mehrzahl von Chipkarten 
vorgesehen sind, und 

in einem zweiten Schritt die Tragermaterialien (1, 2) durch 
15 Andruck und/oder Verkleben dauerhaft miteinander verbunden 

werden, wobei der Kontakt des Halbleiterchips elektrisch lei- 
tend mit dem Anschlusskontakt verbunden wird, und 
in einem dritten Schritt durch Schneiden oder Stanzen die je- 
weiligen Chipkarten vereinzelt werden. 

20 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem 

die Tragermaterialien mittels Rollen (12) oder Walzen (13) 
bereitgestellt und transport iert werden. 

25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem 

vor dem ersten Schritt das zweite Tragermaterial (2) mit 
Durchbruchen versehen wird und 

in dem ersten Schritt das zweite Tragermaterial (2) zur Aus- 
bildung des mindestens einen fur eine jeweilige Chipkarte 

30 vorgesehenen Anschlusskontaktes (3) und mindestens einer auf 
der gegenuberliegenden Seite des zweiten Tragermaterials an- 
geordneten Anschlussf lache (4) beidseitig mit einem elek- 
trisch leitfahigen Material in einer vorgesehenen Struktur 
beschichtet wird, wobei in den Durchbruchen eine elektrisch 

35 leitende Verbindung (5) zwischen dem jeweiligen Anschlusskon- 
takt (3) und der jeweiligen Anschlussf lache (4) hergestellt 
wird. 
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4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei dem 
in dem ersten Schritt das zweite Tragermaterial (2) zur Aus- 
bildung des mindestens einen fur eine jeweilige Chipkarte 
5 vorgesehenen JUischlusskontaktes (3) land mindestens einer da- 
mit verbundenen Leiterbahn (10) mit einem elektrisch leitfa- 
higen Material in einer vorgesehenen Struktur beschichtet 
wird. 
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Wahrend der intemationalen Recherche konsultlerte elektronische Daienbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

£P0-Internal , PAJ, WPI Data 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTEHLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der VerSffentlichung, sowelt ertorderlich unter Angabe der in Betracht kommenden TeOe 



Betr. Anspcuch Nr. 



EP 0 952 543 A (ROHM CO LTD) 
27. Oktober 1999 (1999-10-27) 
Spalte 7, Zelle 15 -Spalte 8, Zelle 
Abbildung 2 
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EP 0 249 266 A (PAPIER PLASTIC COATING 
GRONING) 16. Dezember 1987 (1987-12-16) 
Spalte 6, Zeile 50 - Zeile 58 
Spalte 7, Zeile 13 - Zelle 25 
Abblldungen 2,4 

FR 2 775 810 A (GEMPLUS CARD INT) 
10. September 1999 (1999-09-10) 
Seite 8, Zeile 9 -Seite 9, Zeile 18 
Abblldungen 2A.2B 

-/-- 



[ y| Weflere Veroffentlichungen s&kJ der Forlsetzung von Few Czu Iy I Slehe Anhang PatentfarrriJIe 

l_J entnehmen L— 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

•A* Verttfentfichung, die den atlgemeinen Stand der Technik definiert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

•E* alteres Dokumenl, das jedoch erst am Oder nach dem intemationalen 
AnmeWe datum veraffentlicht worden 1st 

*f Veroffentfichung, die geelgnet 1st, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
schemen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer 
anderen hi Recherchenberfcht genannten Verdffentlfchung betegt werden 
soil oder die axis elnem anderen besonderen Grund angegeben 1st (wie 
ausgefflhrt) 

•O* Verdffentlichung, dieslch auf eine mQndllche Offenbarung. 

erne Benutzung, eine Aussie flung oder andere Mafinahmen bezieht 
•P* Verdffentlichung, die vor dem Intemationalen Anmetdedatum. aber nach 

dem beanspruchten Priorttatsdatum veraffentlicht worden 1st 



T Spaiere Verdffentlichung, die nach dem intemationalen Anmetdedatum 
oder dem Priorttfilsdalum verdffentlicht worden 1st und mB der 
Anmeldung nicht koMdlert, sondem nur zum Versiandnls des der 
Erflndung zugrundefiegenden Prinzips oder der ihr zugrundeDegenden 
Theorie angegeben Isf 

*X' Ver6ffentDchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erflnderischer Tatigkett beruhend betrachtet werden 

■V Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann nicht als auf erflnderischer TSUgkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verdffentlichung mil einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wlrd und 
diese Verbindung fur elnen Facnmann naheiiegendlst 

Verdffentlichung, die Mttglied derselben Paientfamille 1st 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 
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Absendedatumdes Intemationalen Recherchenberichts 
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Europ&fsches Patentamt. P.B. 5818 Patent taan 2 
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Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
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de Ronde, J. 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



I onales Aktenzefchen 

PCT/DE 01/01332 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAQEN 



Kaiegorie" Bezelchnung der VereSentlichung, sowed ertorderilch unler Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspiuch Nr. 



DE 196 02 821 C (SIEMENS AG) 
26. Juni 1997 (1997-06-26) 
Seite 4, Zelle 25 - Zeile 41 
Abbildung 2 



FoimbbH PCT/1SAS10 (Fortsetamg von Btatt 2) (Jut 1892) 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Veroffenlfo n. die zur selben Patentfamitie gehOren 


nates AWenzeichen 

KU/OE 01/01332 


lm Recherchenbericht 
angefQhrtes Patenldokument 


Datum der 
Verdffentlichung 


Mitglied(er) der 
Patentfamitie 


Datum der 
VerBffentlichung 



EP 0952543 A 27-10-1999 OP 10166770 A 23-06-1998 

AU 722306 B 27-07-2000 

AU 5138998 A 15-07-1998 

WO 9826939 A 25-06-1998 



EP 0249266 


A 


16-12-1987 


NL 
US 


8601404 A 
4788102 A 


16-12-1987 
29-11-1988 


FR 2775810 


A 


10-09-1999 


AU 


3256999 A 


27-09-1999 








CN 


1292907 T 


25-04-2001 








EP 


1062635 A 


27-12-2000 








WO 


9946728 A 


16-09-1999 


DE 19602821 


C 


26-06-1997 


CN 1214780 A 
WO 9727564 A 
EP 0976103 A 
JP 2000503436 T 


21-04-1999 
31-07-1997 
02-02-2000 
21-03-2000 



Formbfea PCT/IS/V21 0 (Anhang Patent! amilie)(Juli 1992) 



